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Vera Rubin 量产提速，RTX Spark 打开终
端 AI 新空间
——电子行业专题报告

强于大市 投资要点：

 事件：2026 年 6 月 1 日，NVIDIA CEO 黄仁勋于台北 Computex GTC 大会发表主题演讲。
黄仁勋宣布，下一代 Vera Rubin 平台已全面投产，同时正式推出基于 ARM 架构、适配
Windows 系统的终端产品 RTX Spark，标志着 NVIDIA 正式切入长期由 Intel、AMD、Apple、
Qualcomm 主导的 PC 市场。

 NVIDIA 于 2026 年 1 月 CES 首次公开 Vera Rubin 架构与技术路线，2026 年 3 月 GTC
大会正式发布平台并启动量产，2026 年 6 月 Computex 进一步确认全面量产与交付节奏。
该平台搭载 NVIDIA 自研 Vera CPU 与 Groq 3 LPU 推理加速器，构筑 CPU+GPU+LPU 异
构协同计算架构，叠加网络、存储、安全专用芯片，打造完整全栈 AI 算力体系。依托 2025
年底英伟达与 Groq 达成的 200 亿美元级非独家技术授权协议，平台融合定制芯片、整机温
水浸没液冷、CPO 光电共封装等核心技术，针对性优化 AI 推理性能，弥补传统 GPU 推理短
板，显著提升数据中心散热与网络能效，是适配大规模 AI 工厂的核心算力基础设施。

 NVIDIA Vera Rubin 综合性能表现优异。平台依托 Vera CPU、Groq 3 LPU 双专用芯片，
搭建 CPU+GPU+LPU 全栈协同算力体系：1）Vera CPU 搭载自研 Olympus 定制核心，在
核心规模、算力、内存带宽及容量等关键指标上较前代 Grace CPU 实现全方位升级；2）Groq
3 LPU 主打超低延迟推理能力，有效弥补传统 GPU 在 AI Agent 交互任务中的适配缺陷，配
套 Groq 3 LPX 加速器机架可进一步实现高吞吐、低时延的规模化推理；3）平台采用 100%
全液冷散热架构，大幅提升散热效率与整机柜交付效率；4）英伟达量产落地 CPO 光电共封
装 Spectrum-X 交换机，通过光铜混合扩展方案支撑算力集群规模化扩容。

 此外，NVIDIA 还推出了面向 PC 终端的全新 SoC 芯片 RTX Spark，持续完善终端 AI 芯片
产品线布局。1）初代 RTX Spark 由英伟达联合联发科协同研发，采用 TSMC 3nm 工艺、集
成 700 亿晶体管，采用 CPU+GPU 一体化 SoC 设计；搭载 Blackwell 架构 GPU 与 20 核 Grace
CPU，通过 NVLink-C2C 高速互联实现算力高效互通，硬件规格相较传统 PC 处理器大幅提
升。2）产品迭代路径清晰：当前采用 Grace CPU+Blackwell GPU 组合，2027 年将升级为
Vera CPU+Rubin GPU、LPDDR6 内存与 CX9 高速网卡；2029–2030 年新一代产品将换装
Rosa CPU、Feynman 架构 GPU 与 CX10 网卡。3）芯片最高支持 128GB 统一内存、300GB/s
内存带宽，稀疏 FP4 AI 算力可达 1PFLOPS，能够在终端本地承载大模型推理运算。4）依托
NVIDIA 跨端统一架构，RTX Spark 打通了云端 Vera Rubin 与终端 PC 的软硬件链路，进一
步完善英伟达从数据中心到个人终端的全栈 AI 产品矩阵。

 投资建议：NVIDIA 在 Computex GTC2026 上敲定 Vera Rubin 全面量产交付节奏，同步发
布全新 SoC 芯片 RTX Spark，有望拉动 SRAM、浸没式液冷、CPO 光模块、PC 端 AI SoC
产业链迎来增量机遇。1）Groq 3 LPU 与 Rubin GPU 异构协同，妥善解决传统 GPU 推理适
配不佳、端到端时延偏高的问题，LPU 内置大容量片上 SRAM 直接拉动上游存储需求；2）
平台全栈采用 45℃温水浸没液冷，相较风冷与传统液冷能效优势显著，加速液冷方案在 AI
数据中心落地替代；3）Spectrum-X CPO 交换机落地，光铜混用的集群扩容模式拓宽 CPO
行业成长空间，带动光芯片、先进封装、高速光模块产业链景气度提升；4）RTX Spark 的发
布标志 NVIDIA 正式切入 PC 处理器市场，产品分代迭代落地将持续拉动 PC 端 AI 芯片、高
速配套内存需求扩容。建议重点关注国产 SRAM、液冷设备、CPO 光器件、PC AI 芯片相关
上市公司的投资机会。

 风险提示：1）技术迭代不及预期；2）行业竞争加剧风险；3）下游需求波动风险。

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：

资料来源：聚源数据，爱建证券研究所
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1. 黄仁勋于 NVIDIA GTC 台北大会发布主题演讲
事件：2026 年 6 月 1 日，NVIDIA CEO 黄仁勋于台北 Computex GTC 大会发表主

题演讲。黄仁勋宣布，下一代 Vera Rubin 平台已全面投产，同时正式推出基于 ARM

架构、适配 Windows 系统的终端产品 RTX Spark，标志着 NVIDIA 正式切入长期由

Intel、AMD、Apple、Qualcomm 主导的 PC 市场。

1.1 NVIDIA Vera Rubin 宣布大批量量产

NVIDIA 于 2026 年 1 月 CES 首次公开 Vera Rubin 架构与技术路线，2026 年 3 月

GTC 大会正式发布平台并宣布量产，2026 年 6 月 Computex 进一步确认全面量产

与交付节奏。该平台搭载 NVIDIA 自研 Vera CPU 与 Groq 3 LPU 推理加速器两大专

用芯片，形成“CPU+GPU+LPU”核心异构协同计算架构，并整合网络/存储/安全

专用芯片，构建全栈 AI 算力平台。依托 2025 年底英伟达与 Groq 达成的 200 亿美

元级非独家技术授权协议的产业基础，平台整合专用定制芯片、整机全温水浸没液冷、

CPO 光电共封装等核心技术协同升级，有效优化 AI 推理性能、弥补传统 GPU 推理

场景短板，大幅提升数据中心散热与网络能效，是适配大规模 AI 工厂的核心高效算

力基础设施。

图表 1：NVIDIA Vera Rubin 核心芯片与组件示意图

资料来源：NVIDIA GTC 2026 发布会视频，爱建证券研究所

 Vera CPU:面向智能体推理的专用 CPU

Vera CPU 是 NVIDIA 专为 Vera Rubin 平台打造的数据中心级专用芯片，针对大规

模 AI 智能体推理场景深度优化，是当前 AI 工厂推理场景下能效最优的专用 CPU 产

品。
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图表 2：NVIDIA 为 Rubin 平台开发了全新 Vera CPU 图表 3：Vera CPU 结构示意图

资料来源：NVIDIA GTC 2026 发布会视频，爱建证券研究所 资料来源：NVIDIA，爱建证券研究所

硬件配置上，Vera CPU 搭载 88 颗 NVIDIA 自研 Olympus 定制核心，采用 176 线

程空间多线程架构；具备 1.8 TB/s 的 NVLink-C2C 一致性内存互联带宽、1.2 TB/s

的 LPDDR5X 内存带宽，最高支持 1.5 TB 系统内存，内存容量为前代 Grace CPU 的

3 倍，同时原生支持机架级机密计算。整体来看，Vera CPU 的核心算力与数据压缩

性能较 Grace CPU 实现翻倍升级。

图表 4：Vera CPU 较 Grace CPU 性能提升显著
Grace CPU Vera CPU

核心 72 Neoverse V2 cores 88 NVIDIA Custom Olympus cores

线程 72 176 Spatial Multithreading

L2 Cache per core 1MB 2MB

Unified L3 Cache 114MB 162MB

内存带宽 (BW) Up to 512GB/s Up to 1.2TB/s

内存容量 Up to 480GB LPDDR5X Up to 1.5TB LPDDR5X

SIMD 4x 128b SVE2 6x 128b SVE2 FP8

NVLINK-C2C 900GB/s 1.8TB/s

PCIe/CXL Gen5 Gen6/CXL 3.1

机密计算 NA 支持

资料来源：NVIDIA DEVELOPER，爱建证券研究所

 Groq 3 LPX/LPU:填补了 GPU 推理短板

AI 智能体时代下，大模型训练依赖 GPU 的高吞吐算力，但在高交互、低延迟的智能

体推理任务中，传统 GPU 架构存在适配性差、端到端延迟过高的痛点。为此 NVIDIA

为 Vera Rubin 平台定制 Groq 3 LPU 专用处理器（单芯片），主打极致低延迟推理，

与 Rubin GPU 形成高效协同的异构算力组合，补齐传统 GPU 推理短板。

核心参数方面，Groq 3 LPU 内置 500 MB 片上 SRAM，片上带宽高达 150 TB/s，

远超传统 GPU 依赖外部 HBM 内存的架构，可大幅降低数据访问延迟；芯片 FP8 算

力达 1.2PFLOPs，晶体管规模 980 亿。
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图表 5：Rubin GPU 与 Groq 3 LPU 图表 6：NVIDIA Groq 3 LPU 芯片结构示意图

资料来源：NVIDIAGTC 2026 发布会视频，爱建证券研究所 资料来源：NVIDIA，IT 之家，爱建证券研究所

同时 NVIDIA 推出 Groq 3 LPX 推理加速器机架，单机架集成 256 颗 LPU，可提供

128 GB 片上 SRAM 与 640 TB/s 机架级带宽。该架构将多颗 LPU 整合为统一逻辑处

理器，通过确定性数据流执行推理任务，有效提升大模型 token 生成的吞吐效率，实

现超低延迟推理。

图表 7：NVIDIA Groq 3 LPX 参数梳理

资料来源：NVIDIA，IT 之家，爱建证券研究所

 新型液冷技术逐步替代传统风冷与常规液冷

Vera Rubin 采用 100%全液冷架构，采用 45℃温水直接浸没液冷（WDC）方案实现

高效散热，大幅降低数据中心制冷成本；同时内部布线简化，使整机柜现场部署时间

由传 统 2 天压 缩至 2 小时 ，显 著提升 交付 效率。 据 NVIDIA《 Comparison of

Air-Cooled versus Liquid-Cooled NVIDIA GPU Systems》数据，传统液冷仅能将

GPU 温度控制在 46–54℃，风冷则为 55–71℃。
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图表 8：NVIDIA 风冷、传统液冷降温性能梳理

资料来源：NVIDIA《Comparison of Air-Cooled versus Liquid-Cooled NVIDIA GPU Systems》，
爱建证券研究所

 CPO 光电共封装技术的持续突破

NVIDIA 还推出了全球首款 CPO（光电共封装）Spectrum-X 以太网交换机。它通过

将光模块直接集成到芯片封装内，实现电信号与光信号的直接转换，可显著提升数据

中心网络带宽与能效。该技术由 NVIDIA 与台积电联合开发，目前已进入量产阶段。

黄仁勋表示，在 Rubin 平台中，现有 Oberon 机柜架构除铜线互联外，还将搭配支

持 CPO 的 Spectrum 6 交换机实现光互联 Scale-out（水平扩展），可将 NVL72 系

统规模拓展至 NVL576；借助 Spectrum-X 共封装光学技术进行集群扩展，可大幅提

升数据中心基础设施的能效与系统稳定性。2028 年推出的 Feynman 平台中，Kyber

机架将同时支持铜线与 CPO 两种 Scale-up（垂直扩展）方式，系统规模可达 NVL1152。

本次 Computex GTC 大会上，黄仁勋宣布 Vera Rubin 已实现大规模量产。凭借芯

片与机柜的一体化设计，NVIDIA 目前拥有全球最低的 AI 推理 Token 成本。

图表 9：黄仁勋宣布 Vera Rubin 全面生产

资料来源：NVIDIA Computex GTC 主题演讲，爱建证券研究所

作为面向特定工作负载打造的芯片，Vera CPU 的首批客户包括 Anthropic、OpenAI、

SpaceX 和 Oracle。

1.2 NVIDIA 开辟 RTX Spark 产品线

除 Vera Rubin 官宣量产外，NVIDIA 于 GTC 2026 发布面向 PC 市场的全新芯片 RTX
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Spark，并持续拓展该产品线。

图表 10：NVIDIA 持续拓展 RTX Spark 产品线

资料来源：NVIDIA Computex GTC 主题演讲，爱建证券研究所

RTX Spark 由 NVIDIA 联合联发科共同研发，芯片采用台积电 3nm 制程、集成 700

亿晶体管，为 CPU 与 GPU 整合一体的 SoC 方案。GPU 搭载 Blackwell 架构，配备

6144 个 CUDA 核心与第五代 Tensor Core，支持 FP4 算力规格，稀疏 FP4 人工智

能算力可达 1 PFLOPS；GPU 依托 NVLink-C2C 互连链路与 20 核 Grace CPU 对接，

互连带宽 600GB/s。存储端最高可搭载 128GB 统一内存，内存带宽 300GB/s。

图表 11：RTX-Spark 性能示意图

资料来源：NVIDIA，Storage Review，爱建证券研究所

初代 RTX Spark 采用 Grace CPU+Blackwell GPU 组合；产品明年迭代将换装 Vera

CPU、Rubin GPU，内存升级至 LPDDR6，配套 CX9 网卡、实现 1600G 带宽。

2029-2030 年公司将推出下一代 RTX Spark，CPU 换用 Rosa 架构、GPU 升级为新
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近发布的 Feynman 架构，网卡迭代至 CX10。

图表 12：RTX Spark 未来生产产线

资料来源：NVIDIA，Storage Review，爱建证券研究所

2. 风险提示
1）技术迭代不及预期风险：Vera Rubin、RTX Spark 相关架构迭代、CPO 光电共封

装、全浸没液冷产业化落地进度或低于英伟达规划，若技术研发受阻、良率爬坡缓慢，

产业链上游零部件需求释放节奏延后。

2）行业竞争加剧风险：SRAM、新型液冷、CPO 光芯片领域行业竞争持续加剧，国

产产业链相关公司或将面临订单流失、产品价格下滑、毛利率承压的风险。

3）下游需求波动风险：AI 算力、数据中心等下游行业需求受宏观经济、政策调整、

技术路线变更等因素影响，若需求不及预期，将直接影响 SRAM、液冷、CPO 等相

关产品的市场需求。
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行业评级
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弱于大市 相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
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